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- , s objeto del presente invento, por un la&o,

material no termoplédstico, mediante sellado o .soldadura

Hoju ndm, ]

un procedimiento para la aplicacidn de una lémina recu-
bierta con un material termoplastico sobre un borde abom-

bado de modo convexo de un recipiente consistente en un i

en caliente, asi como, por otro lado, un dispositivo paré
la realizacidn deeste procedimiento con un cabezal solda;.
dor susceptible de ser calentado para éplicar por lamina-
'cién una parte de una 1éminé recubierta con un material

termopléstico, sobre el borde de un recipiente consistente

en un material no termopléstico.

'
‘ ]

Ya se propusieronAprocediﬁientos ¥ dispositi~-
vos de éste tipo. - Asi, se conncen procedimientos; en los

‘cuales la lémina era épretada contra el recipiente con une
presidén de la mayor magnitud posible, con simultdnea acciérs
del calor. Con el fin de mejoraf la capacidad de_adgptaé

cibén del Gtil soldador sobre el borde del recipiente ya se

ha propuesto también apoyar de modo movible el cabezal 80147
dador. Sin embargo, todos estos procedimientos y disposi;fi‘

tivos antes conocidos tienen en comin la desventaja de que |

ciertamente, dejando aparte las necesarias solicitaciones
de compresidn relativamente elevadas, como miximo se podia
compensar la falta de paralelismo entre plauos, pero no se
podian compensar las irregularidades que corresponden a
las tolerancias de elaboraéién usuales en el caso de reéi~
pientes, hechos por ejemplo de vidrio.

El presente invento se establecid por consi-
guiente la misidn de concebir un procedimiénto del tipo men
cionado al comienzo o crear un dispositivo correspondiente,

con los gque se supriman estas desventajas, y que permitan

...
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- garantizar un ciexrre estanco de recipientes a base de ma~

terial no termopléstico, cuyos bordes tienen tolereancias
de fabricacidén comparativamente grandes.

. bsto se logra conforme al invento por el he-
cho de que la parte de la limina pertinente para apoyarse
sobre el borde del recipiente es aplicada por laminacién
sobre el borde del recipiente mediante deformacidn de la
misma, que se desarrolla desde fuera hacia dentro. wsste
procedimiento se puedé llevar a cabo de manera cbnveniente
mediante un dispositivo, el cual esti caracterizado por—‘

gue junto al lado inferior del cabezal soldador, orienta-

do hacia el borde del recipiente, estdn dispuestos elemen-|

tos de resorte orientados hacia fuera/abajo, los cuales
son pertinentes, en el caso de un descenso del.cabezal
soldador, para aplicar por laminacibén los bordes de ia 14
mina sobre el borde del recipiente mediante su deformacidn
que se desarrolla desde fuera hacia dentro.

fm los dibujos se representa una forma de rea

zacidn ilustrativa del pertinente dispositivo, al igual

que en la memoria descriptiva se explica con mayor detalle

un modo de realizacibn ilustrativo del procedimiento con-
forme al invento.

bn los dibujos

la Figura 1 muestra una seccién vertical a
través del dispositivo, del recipiente de vidrio que ha de
se;'cerrado, asi como del soporte de apoyo del mismo;

la Figura é muestra un resorte acopado supe-
rior en vista desde arriba y

la Figura % muestra uns seccidn vertical a

través de un borde de recipiente asi como los Gtiles apli

3
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1 ;_cadores por iaminacién; cooperantes con 61, con represen-
tacidn y exposicidn del proceso de aplicacidén por lamina-
cibdn, a escala aumentada. : .

in el ejemplo de realizacidn representado, el

: - . {

5 cabezal de soldadura estd designado con 1. Xste contiene
un elemento calefactor 2 asi como un perceptor de temper?,
tura 3y estd dispuesto movible en direccidén vertical, d%‘
un modo no representado con mayor detalle. Sobre su lado
inferior poéee un cubo’gobresaliente la, alrededor del,cuaL
10 dos resortes acopados 4 y 5 de forma anular, de'los cuales
el superior 4 eété provisto con.rendijas de borde 4a, es-
tén fijados por intermedio de un resorﬁe de sostén 13 en
forma de disco, atornillado com el cabeza;'soldaddr l. &n
el modo de realizacidn ilustrativo, aqui descrito, del pro|
15 cedimiento conforme al invento, el cabezal soldador calen-
tado 1, juntamente con los resortes 4 y-5 unidos cen é1,
. son descendidos hacia el recipiente de Qidrio 7 que na de
. ser cerrado mediante la limina 6. Ia lémina 6 estd estruc
turada como una delgada hoja de aluminio 6a, la cual por
20 su lado inferior, orientado hacia el borde 7a del recipien|
te 7, estd recubierto con un material termopléstico 6b. £l
recipiente 7, cuyc borde 7a qsté abombado de modo convexo
en la seccidn vertical y tiene usualmente irregularidades,
degcansa sobre una masa 8 con elasticidad de caucho, la'
25 cual esté sqstenida dentré del entranfe éa de la placa ﬁe
contrapresidn 9. |

&n-el caso de -movimiento hacia abajo del ca-
bezal soldador 1 juntamente con los resortes 4 y 5, el bor
de mis exterior del resorte acopado infewior 5 entra en
'50 contactovcon el borde.7a~del recipiente o con las partes

02059 Lo
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_de la lamina 6 que descansan sobre e¢ste borde del reci-

el entrante 9a de la placa de contrapresidn 9 una placa

“de bamboleo, que se apoya por ejemplo a través de resortes

Hojn niun, 4

piente, segln se representa con I en la figura 3. Al pro
seguir el movimiento hacia ébajo del cabezal soldador 1,
los bordes de los resortes 5 llegan a la posicidén final
II, es decir el borde de la léﬁina 6 es aplicado por lami-
nacién sdbre el borde 7a del recipiente, logréndose de
ﬁodo usual, por medio del calentamiento del cabezal solda-

dor, un reblandecimiento del material termopléistico, de
R L}

1

modo que ld lémina 6 permanece firmemente adherida sobr@
el borde 7a del recipiente. '

' Esta aplicacidén por laminacibén del borde de
la lémina 6 sobre e¢l borde 7a del recipiente, que ha sido
hecha posible mediénte la disppsicién de los resoftes'aco-
pados, permifé una aplicacidén estanca de la lamina & o ua

cierre estanco del recipiente 7, a saber sin preocuparse

de irregularidades del lado superior del borde 7a del reci _

piente.
En lo que se refiere a los medios de contra-
presidn, éstos pueden estar estructurados de las mis dife

rentes maneras. Asf, existe la posibilidad de prever en

acopados contra el .lado interior dél entrante 9a. No obs~
tante, el drgano de coptrqpresién no necesita de ningin |
modo estar situado por debajo del fondo del recipiente.

Bn ;ugar de ello, en el caso de bordes de recipienteé que
sobresalen hacia los lados, puede estar dispuesto por de-—
bajo de estos bordés, a saber de nue&o en forma de un ani-

1lo de contrapresidén con borde sobresaliente hacia arriba,

ey
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1 |_pudiendo estar-incqrpor'ada por colada en la parte horizon-
tal del anillo nuevamente una masa con elasticidad de cau-
cho, o también estar apoyado elisticamente un anillo de "
| bamboleo. ‘
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' presentaﬂ’para que sean objeto de esta solicitud de Paten~-

"inferior del cabezai soldador, orientado hacia el borde del]

tiojn nvim. B

REIVIIDICACIONLS

Los puntos de invencidn propia y nueva que se

%e de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los que se
recogen en las reivindicaciones 51gu1entes . ii'
1%.- Procedimiento para apllcar une lémina .
recubierta con un material termoplastlco mediante sellado
o} sbldaduré envcalieﬁte, sobre un borde abombado de modo
convexo de un recipiente consistente en un material no ter
mopléstico, caractérizado porque la parte de la léﬁina pexr
tinente parabél borde del recipiente es aplicada por lami~|,
nacién sobre el borde del recipiente mediante deformacién
de la misma, que se desarrolla desde fuera hacia dentro. |
28~ Digpositivo con un cabezal soldador sus-
ceptible de ser calentado para aplicar por laminacién .una
parte de una lémina, recubierta con un material térmoplésﬁ_"
tico, sobre el borde de un recipiente consistente en un ma ,'

terial no-termopléstico, caracterizado porque junto al ladg

recipiente, estédn dispuestos elementos de resorte orienta-
dos hacia fuera/abajo,_los cuales ‘son pertinentes, en el
caso de un descenso del cabezal soldador, para aplicar por|.
laminacién los bordes de la lémina sobre el borde del reci-
piente mediante su def01mac16n, que se desarrolla desde
fuera ha01a dentro. ‘
138.- "PROCﬁDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA APLICAN
UNA LAMINA RACUBIERTA CON'UH MATARTAY TERHOELASTICO M DIANA
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| TE SELLADO O SOLDADURA &N CALI=NTE".

lojn nam. 7

Tal y como se ha descrito em la Memoria que °
antecede, representado en los dibujos que se acompafian.y
con los fines que se han especificado. ) i
A Egta lMemoria consta de siete 'ho;jas escrites a.

miquina por una sola cara.

Madrid, (g MY 1979
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